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5 階段解析您修習學程的歷程

註冊帳號

建議以私人電子郵件信箱

註冊學程帳號。

修習課程

請留意每個學程規定的最

低修畢門檻，尤其是關於

必修、核心選修的規定。

申請抵免(如有)

當您大學與研究所就讀不

同學校時，或修的課不再

科目對照表中，可以提出

抵修申請，同一科目限提

乙次。

申請修畢證書

透過學程系統提出申請，

上傳成績單及抵修結果(如

有)作為佐證文件，且成績

單必須醒目標示完成的課

程。

上傳證書至履歷系統

取得學程證書後，建議以

註冊學程的私人電子郵件

信箱至台積公司人才資料

庫註冊履歷，並將修畢證

書上傳至附檔區。

學校電子郵件信箱，未來

離校後，恐因信箱失效而

無法再收到相關訊息。

(如面談邀約)

各學程對於必修、核心選

修、專業選修的門檻或有

不同。

非透過學程系統提出申請；

通過抵修的課程，勿於下

次申請時列在申請表中。

登錄成績時，兩門科目登

錄的時間間隔建議至少兩

分鐘，以免系統判讀不到

資料，致無法送出申請。

請登錄成績最好的11門課

程即可。

學程帳號與履歷帳號相同，

學程修業、證書審核結果

才能串接至履歷表頭，提

高履歷曝光度。
ぴ ょ こ の 成 績 ス タ ン プ 「 ２ 」

ぴ ょ こ の 成 績 ス タ ン プ 「 ４ 」
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澄清您的疑惑

1. 需要額外繳學分費嗎？ 不用

2. 沒修完會有什麼影響嗎？ 不會(虛擬學程)

3. 要怎麼修課？ 透過學校選課系統選課

4. 碩士班不是唸高大，修業紀錄可以帶著跑嗎？ 可抵修

Serial number: 202609151007-23020037
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大學部修業紀錄皆可提出抵修 @台積學程合作學校

*依合作開辦順序排列

學程類別 清大 成大
陽明
交大 臺大

臺灣
科大

臺北
科大 中山 中央 中興 中正 逢甲 元智 中原

臺灣
師大

雲林
科大

屏東
科大

高雄
科大

高雄
大學

高雄
師大

半導體 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

元件整合 ● ● ● ●

製程模組 ● ● ● ●

設備工程 ● ● ●

電路設計 ● ● ● ● ● ● ●

智慧製造 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Serial number: 202609151007-23020037
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修畢 半導體學程，您將…

修滿學程規定科目與學分者，經審查無

誤後，由台積授予「學程修畢證明書」

獲頒修畢證書

符合指定條件並獲錄取者，台積將提供

新台幣 15 萬元學程獎勵金。

獲學程獎勵金

指定條件：

1.碩士班一年級(含)以前報名學程

2.學程科目修業平均成績達80分(含)以上

3.(最高學歷)畢業前取得台積T職類聘書

4.於台積報到日前至少1個月(含)上傳修畢證書至履歷系統，並主動告知招募專員

重要

Serial number: 202609151007-23020037
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立即掃描QR Code報名修讀學程

修讀學程好處：
►能參與學程學生專屬活動

►修畢學程且成績達標，錄取台
積時可享有學程獎勵金

Scan me!

報名修讀毋須有壓力！報名後若未順利達成修畢門檻，僅無法獲得

學程修畢證書，完全不影響在校任何成績或表現喔！

https://careers.tsmc.com/education

學程承辦窗口

Sam Chern (陳昕哲)

hcchern@tsmc.com

0978-211-692

學程承辦窗口

Renk Wu (吳季霖)

renk_wu@tsmc.com

0988-901-622

學程系統窗口

Sam Chern (陳昕哲)

hcchern@tsmc.com

0978-211-692Serial number: 202609151007-23020037

mailto:hcchern@tsmc.com
mailto:renk_wu@tsmc.com
mailto:hcchern@tsmc.com
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來信諮詢學程相關事宜

請於信末留下  手機號碼  方便聯繫
(雙向溝通  容易釐清問題所在)

Serial number: 202609151007-23020037
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用 私人電子郵件 註冊帳號  報名學程

報名
半導體學程

報名
學生專屬活動

應徵
台積職缺
(搜尋職缺)

讓學程修業資訊
與您的履歷勾稽在一起

Serial number: 202609151007-23020037
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報名後請下載 FAQ 

Serial number: 202609151007-23020037
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為自己訂個目標

國立高雄大學 x 台積電
攜手合作半導體學程

Serial number: 202609151007-23020037
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必修(10選3) 核心選修(23選5)(可以用必修抵) 專業選修(28選3)(可以用必修/核心選修抵)

1 電子學一 1 電子學二 13 表面物理/表面化學 1 近代物理 15 真空技術

2 半導體元件物理 2 微分方程/工程數學一 14 材料表面工程 2 量子物理/量子力學 16 電化學原理

3 半導體製程 3 線性代數/工程數學二 15 物理化學 3 半導體元件設計與模擬 17 可靠度工程分析

4 電路學 4 固態物理 16 有機化學 4 半導體元件量測 18 材料物理性質

5 材料分析與檢測 5 電磁學 17 材料化學 5 應用光電子學 19 應力分析

6 分析化學 6 積體電路設計 18 電機機械 6 進階積體電路設計 20 智慧製造技術

7 流體力學/輸送現象一 7 電子薄膜科技 19 機電整合與自動化應用 7 同調光及電子繞射顯微術 21 量測原理

8 半導體製程設備與技術 8 電漿工程與應用 20 感測技術基礎科學 8 物理光學 22 機器學習/深度學習

9 機器人與自動化應用 9 材料科學 21 化學工程 9 材料機械性質 23 半導體奈米微影

10 實驗設計與統計應用 10 熱力學 22 材料力學 10 熱傳學/輸送現象二 24 電子封裝技術

11 儀器分析 23 程式語言 11 無機化學 25 積體電路封裝測試

12 物理冶金 12 電子材料 26 數值方法

13 高分子科學 27 偏微分方程數值方法

14 化學動力學/化工動力學 28 半導體實務@tsmc

半導體學程(最低須修畢 11 門科目； 8 門必/核心選修及 3 門專業選修)

台積新人訓練中心
半導體實作課程

Serial number: 202609151007-23020037
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台積業師講授專屬課程

對象 報名  半導體學程  學生

代碼 無課程代碼，由台積邀請學程學生自由參加

開課
單位

台積新人訓練中心

2026/12/26 - 2027/01/16

課程
名稱

半導體機台基礎

(選修)

半導體設備元件基礎

(選修)

課程
目標

1. 對機台設計原理、操作與預防保養有基礎概念

2. 初步了解半導體設備實務工作內涵

3. 結合學校所學與產業實務

1. 對設備元件原理與作用有基礎認識

2. 初步了解半導體設備實務工作內涵

3. 結合學校所學與產業實務

實施
方式

4個週六/ 梯 (寒/暑假：連續4天/ 梯)

至台積新人訓練中心接受訓練

Serial number: 202609151007-23020037
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到台積新人訓練中心(NTC)  報名學程是 必要條件

Serial number: 202609151007-23020037
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推薦給 電機、化材、應物、應化、機械 的半導體學程

Serial number: 202609151007-23020037
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(電機)半導體學程(最低須修畢 11 門科目； 8 門必/核心選修及 3 門專業選修)

必修(10選3) 核心選修(23選5)(可以用必修抵) 專業選修(28選3)(可以用必修/核心選修抵)

1 電子學一 1 電子學二 13 表面物理/表面化學 1 近代物理 15 真空技術

2 半導體元件物理 2 微分方程/工程數學一 14 材料表面工程 2 量子物理/量子力學 16 電化學原理

3 半導體製程 3 線性代數/工程數學二 15 物理化學 3 半導體元件設計與模擬 17 可靠度工程分析

4 電路學 4 固態物理 16 有機化學 4 半導體元件量測 18 材料物理性質

5 材料分析與檢測 5 電磁學 17 材料化學 5 應用光電子學 19 應力分析

6 分析化學 6 積體電路設計 18 電機機械 6 進階積體電路設計 20 智慧製造技術

7 流體力學/輸送現象一 7 電子薄膜科技 19 機電整合與自動化應用 7 同調光及電子繞射顯微術 21 量測原理

8 半導體製程設備與技術 8 電漿工程與應用 20 感測技術基礎科學 8 物理光學 22 機器學習/深度學習

9 機器人與自動化應用 9 材料科學 21 化學工程 9 材料物理性質 23 半導體奈米微影

10 實驗設計與統計應用 10 熱力學 22 材料力學 10 熱傳學/輸送現象二 24 電子封裝技術

11 儀器分析 23 程式語言 11 無機化學 25 積體電路封裝測試

12 物理冶金 12 電子材料 26 數值方法

13 高分子科學 27 偏微分方程數值方法

14 化學動力學/化工動力學 28 半導體實務@tsmc

電機系大學部科目 電機系研究所科目 建議多修科目
Serial number: 202609151007-23020037
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(化材)半導體學程(最低須修畢 11 門科目； 8 門必/核心選修及 3 門專業選修)

必修(10選3) 核心選修(23選5)(可以用必修抵) 專業選修(28選3)(可以用必修/核心選修抵)

1 電子學一 1 電子學二 13 表面物理/表面化學 1 近代物理 15 真空技術

2 半導體元件物理 2 微分方程/工程數學一 14 材料表面工程 2 量子物理/量子力學 16 電化學原理

3 半導體製程 3 線性代數/工程數學二 15 物理化學 3 半導體元件設計與模擬 17 可靠度工程分析

4 電路學 4 固態物理 16 有機化學 4 半導體元件量測 18 材料物理性質

5 材料分析與檢測 5 電磁學 17 材料化學 5 應用光電子學 19 應力分析

6 分析化學 6 積體電路設計 18 電機機械 6 進階積體電路設計 20 智慧製造技術

7 流體力學/輸送現象一 7 電子薄膜科技 19 機電整合與自動化應用 7 同調光及電子繞射顯微術 21 量測原理

8 半導體製程設備與技術 8 電漿工程與應用 20 感測技術基礎科學 8 物理光學 22 機器學習/深度學習

9 機器人與自動化應用 9 材料科學 21 化學工程 9 材料物理性質 23 半導體奈米微影

10 實驗設計與統計應用 10 熱力學 22 材料力學 10 熱傳學/輸送現象二 24 電子封裝技術

11 儀器分析 23 程式語言 11 無機化學 25 積體電路封裝測試

12 物理冶金 12 電子材料 26 數值方法

13 高分子科學 27 偏微分方程數值方法

14 化學動力學/化工動力學 28 半導體實務@tsmc

化材系大學部科目 化材系研究所科目 建議多修科目
Serial number: 202609151007-23020037
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(應物)半導體學程(最低須修畢 11 門科目； 8 門必/核心選修及 3 門專業選修)

必修(10選3) 核心選修(23選5)(可以用必修抵) 專業選修(28選3)(可以用必修/核心選修抵)

1 電子學一 1 電子學二 13 表面物理/表面化學 1 近代物理 15 真空技術

2 半導體元件物理 2 微分方程/工程數學一 14 材料表面工程 2 量子物理/量子力學 16 電化學原理

3 半導體製程 3 線性代數/工程數學二 15 物理化學 3 半導體元件設計與模擬 17 可靠度工程分析

4 電路學 4 固態物理 16 有機化學 4 半導體元件量測 18 材料物理性質

5 材料分析與檢測 5 電磁學 17 材料化學 5 應用光電子學 19 應力分析

6 分析化學 6 積體電路設計 18 電機機械 6 進階積體電路設計 20 智慧製造技術

7 流體力學/輸送現象一 7 電子薄膜科技 19 機電整合與自動化應用 7 同調光及電子繞射顯微術 21 量測原理

8 半導體製程設備與技術 8 電漿工程與應用 20 感測技術基礎科學 8 物理光學 22 機器學習/深度學習

9 機器人與自動化應用 9 材料科學 21 化學工程 9 材料物理性質 23 半導體奈米微影

10 實驗設計與統計應用 10 熱力學 22 材料力學 10 熱傳學/輸送現象二 24 電子封裝技術

11 儀器分析 23 程式語言 11 無機化學 25 積體電路封裝測試

12 物理冶金 12 電子材料 26 數值方法

13 高分子科學 27 偏微分方程數值方法

14 化學動力學/化工動力學 28 半導體實務@tsmc

應物系大學部科目 應物系研究所科目 建議多修科目
Serial number: 202609151007-23020037
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(應化)半導體學程(最低須修畢 11 門科目； 8 門必/核心選修及 3 門專業選修)

必修(10選3) 核心選修(23選5)(可以用必修抵) 專業選修(28選3)(可以用必修/核心選修抵)

1 電子學一 1 電子學二 13 表面物理/表面化學 1 近代物理 15 真空技術

2 半導體元件物理 2 微分方程/工程數學一 14 材料表面工程 2 量子物理/量子力學 16 電化學原理

3 半導體製程 3 線性代數/工程數學二 15 物理化學 3 半導體元件設計與模擬 17 可靠度工程分析

4 電路學 4 固態物理 16 有機化學 4 半導體元件量測 18 材料物理性質

5 材料分析與檢測 5 電磁學 17 材料化學 5 應用光電子學 19 應力分析

6 分析化學 6 積體電路設計 18 電機機械 6 進階積體電路設計 20 智慧製造技術

7 流體力學/輸送現象一 7 電子薄膜科技 19 機電整合與自動化應用 7 同調光及電子繞射顯微術 21 量測原理

8 半導體製程設備與技術 8 電漿工程與應用 20 感測技術基礎科學 8 物理光學 22 機器學習/深度學習

9 機器人與自動化應用 9 材料科學 21 化學工程 9 材料物理性質 23 半導體奈米微影

10 實驗設計與統計應用 10 熱力學 22 材料力學 10 熱傳學/輸送現象二 24 電子封裝技術

11 儀器分析 23 程式語言 11 無機化學 25 積體電路封裝測試

12 物理冶金 12 電子材料 26 數值方法

13 高分子科學 27 偏微分方程數值方法

14 化學動力學/化工動力學 28 半導體實務@tsmc

應化系大學部科目 應化系研究所科目 建議多修科目
Serial number: 202609151007-23020037
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(土木)半導體學程(最低須修畢 11 門科目； 8 門必/核心選修及 3 門專業選修)

必修(10選3) 核心選修(23選5)(可以用必修抵) 專業選修(28選3)(可以用必修/核心選修抵)

1 電子學一 1 電子學二 13 表面物理/表面化學 1 近代物理 15 真空技術

2 半導體元件物理 2 微分方程/工程數學一 14 材料表面工程 2 量子物理/量子力學 16 電化學原理

3 半導體製程 3 線性代數/工程數學二 15 物理化學 3 半導體元件設計與模擬 17 可靠度工程分析

4 電路學 4 固態物理 16 有機化學 4 半導體元件量測 18 材料物理性質

5 材料分析與檢測 5 電磁學 17 材料化學 5 應用光電子學 19 應力分析

6 分析化學 6 積體電路設計 18 電機機械 6 進階積體電路設計 20 智慧製造技術

7 流體力學/輸送現象一 7 電子薄膜科技 19 機電整合與自動化應用 7 同調光及電子繞射顯微術 21 量測原理

8 半導體製程設備與技術 8 電漿工程與應用 20 感測技術基礎科學 8 物理光學 22 機器學習/深度學習

9 機器人與自動化應用 9 材料科學 21 化學工程 9 材料物理性質 23 半導體奈米微影

10 實驗設計與統計應用 10 熱力學 22 材料力學 10 熱傳學/輸送現象二 24 電子封裝技術

11 儀器分析 23 程式語言 11 無機化學 25 積體電路封裝測試

12 物理冶金 12 電子材料 26 數值方法

13 高分子科學 27 偏微分方程數值方法

14 化學動力學/化工動力學 28 半導體實務@tsmc

土木系大學部科目 土木系研究所科目 建議多修科目
Serial number: 202609151007-23020037



Unleash Innovation

2026 TSMC, Ltd© 19 TSMC Property

Special Offer

土木系擬朝 廠務工程 發展者可參照成大設備工程學程

必修(4選2) 核心選修(20選6) 專業選修(11選3)(可用必修/核心選修抵)

1 半導體製程設備與技術 1 半導體製程 11 電子學 1 半導體元件(物理)

2 機器人與自動化應用 2 電機機械與電路學 12 微機電 2 智慧製造技術 

3 環境工程 3 機電整合與自動化應用 13 程式語言 3 量測原理
4 高科技廠房設施 4 感測技術基礎科學 14 實驗設計與統計應用 4 固體力學

5 真空技術 15 給水工程 5 應力分析
6 熱力學 16 空氣汙染工程 6 振動學
7 機構設計與加工 17 廢棄物處理與管理 7 流體力學
8 化學/化學工程 18 結構工程與動力學 8 電漿工程應用
9 材料科學 19 鋼筋混泥土 9 薄膜工程

10 材料力學 20 營建管理 10 無機化學
11 機器學習/深度學習
12 熱傳學
13 電子封裝技術
14 工業與環境毒物學
15 測量學
16 大地工程
17 零碳建築
18 半導體實務@tsmc

Serial number: 202609151007-23020037
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(應數)半導體學程(最低須修畢 11 門科目； 8 門必/核心選修及 3 門專業選修)

必修(10選3) 核心選修(23選5)(可以用必修抵) 專業選修(28選3)(可以用必修/核心選修抵)

1 電子學一 1 電子學二 13 表面物理/表面化學 1 近代物理 15 真空技術

2 半導體元件物理 2 微分方程/工程數學一 14 材料表面工程 2 量子物理/量子力學 16 電化學原理

3 半導體製程 3 線性代數/工程數學二 15 物理化學 3 半導體元件設計與模擬 17 可靠度工程分析

4 電路學 4 固態物理 16 有機化學 4 半導體元件量測 18 材料物理性質

5 材料分析與檢測 5 電磁學 17 材料化學 5 應用光電子學 19 應力分析

6 分析化學 6 積體電路設計 18 電機機械 6 進階積體電路設計 20 智慧製造技術

7 流體力學/輸送現象一 7 電子薄膜科技 19 機電整合與自動化應用 7 同調光及電子繞射顯微術 21 量測原理

8 半導體製程設備與技術 8 電漿工程與應用 20 感測技術基礎科學 8 物理光學 22 機器學習/深度學習

9 機器人與自動化應用 9 材料科學 21 化學工程 9 材料物理性質 23 半導體奈米微影

10 實驗設計與統計應用 10 熱力學 22 材料力學 10 熱傳學/輸送現象二 24 電子封裝技術

11 儀器分析 23 程式語言 11 無機化學 25 積體電路封裝測試

12 物理冶金 12 電子材料 26 數值方法

13 高分子科學 27 偏微分方程數值方法

14 化學動力學/化工動力學 28 半導體實務@tsmc

應數系大學部科目 應數系研究所科目 建議多修科目
Serial number: 202609151007-23020037
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推薦給 資工、應數、電機 的(隱藏版)智慧製造學程
(依著科目對照表的指引，在學校跟著師長好好學習)

Serial number: 202609151007-23020037
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(資工)智慧製造學程 (最低須修畢 11 門科目；含 5 門必/核心選修及 6 門專業選修)

必修(2選2) 核心選修(11選3) 專業選修(16選6)(可用必修/核心選修抵)

1 (半導體)智慧製造 1 資料庫管理 1 機器學習 09 數位訊號處理

2 人工智慧 2 作業研究 2 作業研究與應用 10 影像處理

3 資料結構 3 電腦視覺 11 深度學習

4 線性代數 4 製造數據科學 12 軟體工程

5 統計品質管制 5 資料礦掘 13 生成式人工智慧

6 統計學 6 最佳化概論 14 數值分析

7 實驗設計 7 統計分析方法 15 電子學/應用電子學

8 程式設計與應用 8 機器人簡介 16 智慧製造實習@tsmc

9 品質工程

10 演算法

11 計算機

資工系大學部科目 資工系研究所科目 建議多修科目
Serial number: 202609151007-23020037
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(應數)智慧製造學程 (最低須修畢 11 門科目；含 5 門必/核心選修及 6 門專業選修)

必修(2選2) 核心選修(11選3) 專業選修(16選6)(可用必修/核心選修抵)

1 (半導體)智慧製造 1 資料庫管理 1 機器學習 09 數位訊號處理

2 人工智慧 2 作業研究 2 作業研究與應用 10 影像處理

3 資料結構 3 電腦視覺 11 深度學習

4 線性代數 4 製造數據科學 12 軟體工程

5 統計品質管制 5 資料礦掘 13 生成式人工智慧

6 統計學 6 最佳化概論 14 數值分析

7 實驗設計 7 統計分析方法 15 電子學/應用電子學

8 程式設計與應用 8 機器人簡介 16 智慧製造實習@tsmc

9 品質工程

10 演算法

11 計算機

應數系大學部科目 應數系研究所科目 建議多修科目
Serial number: 202609151007-23020037
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(電機)智慧製造學程 (最低須修畢 11 門科目；含 5 門必/核心選修及 6 門專業選修)

必修(2選2) 核心選修(11選3) 專業選修(16選6)(可用必修/核心選修抵)

1 (半導體)智慧製造 1 資料庫管理 1 機器學習 09 數位訊號處理

2 人工智慧 2 作業研究 2 作業研究與應用 10 影像處理

3 資料結構 3 電腦視覺 11 深度學習

4 線性代數 4 製造數據科學 12 軟體工程

5 統計品質管制 5 資料礦掘 13 生成式人工智慧

6 統計學 6 最佳化概論 14 數值分析

7 實驗設計 7 統計分析方法 15 電子學/應用電子學

8 程式設計與應用 8 機器人簡介 16 智慧製造實習@tsmc

9 品質工程

10 演算法

11 計算機

電機系大學部科目 電機系研究所科目 建議多修科目
Serial number: 202609151007-23020037
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報名後請下載 學程科目對照表 獲得學習指引 

Serial number: 202609151007-23020037
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如何下載科目對照表(1)
0

1 2

3

Serial number: 202609151007-23020037
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如何下載科目對照表(2)
5

4

Serial number: 202609151007-23020037
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(虛擬)學程 6 好處

台積業師講授專屬課程(特定學程)1

參訪台積晶圓廠/設備商

有機會參與NTC課程(特定學程)2

3

受邀參加學程專屬系列活動4

獲頒修畢證書1

獲學程獎勵金2

Serial number: 202609151007-23020037
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台積業師講授專屬課程

對象 報名  半導體學程  學生

代碼 無課程代碼，由台積邀請學程學生自由參加

開課
單位

台積新人訓練中心

2026/12/26 - 2027/01/16

課程
名稱

半導體機台基礎

(選修)

半導體設備元件基礎

(選修)

課程
目標

1. 對機台設計原理、操作與預防保養有基礎概念

2. 初步了解半導體設備實務工作內涵

3. 結合學校所學與產業實務

1. 對設備元件原理與作用有基礎認識

2. 初步了解半導體設備實務工作內涵

3. 結合學校所學與產業實務

實施
方式

4個週六/ 梯 (寒/暑假：連續4天/ 梯)

至台積新人訓練中心接受訓練

Serial number: 202609151007-23020037
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累計 38 位高雄大學學生獲得結訓證書

Serial number: 202609151007-23020037

../2024 1H/00_影片_NTC_2023_960x540.mp4
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為自己訂個目標

Serial number: 202609151007-23020037
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為自己訂個目標

Serial number: 202609151007-23020037
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